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PCB در طراح ترونیقطعات ال PAD در VIA استفاده از

تاریخ انتشار۲۹ مهر, ۱۴۰۱ توسط   سید حسین سلطان

به  (Altium Designer) در آلتیوم دیزاینر   PCB ات طراحن سلام خدمت همه شما مایروالام ها. در مطلب قبل از 
در امر  Pad (وایا) در   Via PCB پرداخته شد. در این مطلب به دلیل و نحوه استفاده از  مهارت های پایه برای طراح 
پرداخته خواهد شد. پس با من تا انتهای مطلب همراه باشید. همچنین شما میتونید سایر مطالب من رو  PCB طراح

از این لین مطالعه و بررس کنید.
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PCB قطعات در Pad در Via
Via in Pad یا به اختصار VIP روش دیر از استفاده وایا ها در طراحPCB  مباشد. به این صورت که Via مورد نظر را
مربوط به قطعه مورد نظر خود قرار خواهیم داد. با استفاده از این روش متوانیم در کاهش اندازه کل برد و  Pad در
PCB اقدام نماییم. با پیشرفت تنولوژی و افزایش روز افزون قطعات الترونی با پیج های کوچتر، استفاده از وایا
در پد نیز توسط طراحان مرسوم تر شده است. در این مطلب به بررس این مورد، نات استفاده آن و نحوه انجام آن

خواهیم پرداخت.

Via در Pad، دلیل تمایز با استفاده از Via بصورت معمول
Pad کنیم که ابتدا ازونه عمل ماین (گرددنیز بیان م Traditional Via معمولا به نام) بصورت معمول Via در استفاده از
دهد تا از سولدر مسشود. این کار اجازه موایا قرار داده م انجام شده و نهایتا در انتها ی مورد نظر سیم کش
استفاده کرد و از نفوذ قلع یا Solder Paste در طول فرآیند حرارت ده و مونتاژ به داخل آن جلوگیری کرد. پیش تر در

مطالب قبل دلیل استفاده از Via بصورت Tenting نیز بررس شده.
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و بصورت معمول Pad در Via تفاوت استفاده از

با استفاده از Via های در Pad لایه سوراخ کاری مربوط به وایا نیز در خود Pad صورت مگیرد. این بدان معنا است که
دیر نمتوان از Via بصورت Tenting استفاده نمود. رها کردن وایا در این شرایط امان نفوذ قلع به داخل وایا و نشت
آن در سمت دیر یا لایه های دیر را خواهد داشت و عملا قابلیت اطمینان در فرآیند ساخت را با مشل مواجه خواهد

کرد.
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Pad در Via ال استفاده ازاش

رفع مشل مطرح شده
جهت کاهش عیب حالت بیان شده و افزایش بهرهوری، متوان از حالت درپوش کردن (آباری) Via از طریق شرکت
استفاده کرد. برای انجام این کار ابتدا درون وایا را با ی اپوکس رسانا پر کرده و روی آن را با مس  PCB سازنده
پوشش یا آباری مدهند. در اکثر قرارداد های شرکت های مونتاژ اجازه استفاده از Via در Pad بدون روش بیان شده

منع شده است. لذا حتما این مورد بسیار مهم را مد نظر داشته باشید.
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Pad در Via ال بوجود آمدهاصلاح اش

Pad در Via کاربرد استفاده از
DRC با استفاده از روش های معمول، باعث ایحاد ارور های   0.5mm به اندازه یا کمتر   pitch مسیر کش قطعات با 
در اثر محدودیت پهنای مسیر سیم، قطر حلقه مس (قطر خارج) وایا و سایز سوراخ کاری آن  ((Design Rule Check
خواهد شد. لذا این محدودیت ها اجازه استفاده از روش های معمول در طراح های فشرده تر و خیل کوچ را در
Via آن استفاده از کم، روش موثر در سیم کش دهد. برای قطعات با این اندازه و فاصله پایه خیلنم  PCB ساخت

های درپوش شده در Pad خواهد بود. در نتیجه مسیر سیم کش آن فشرده تر و به نوع جمع و جور تر خواهد شد.
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معمول Via در نتیجه استفاده از DRC ارور های

درپوش کردن Via مورد استفاده در Pad باعث ساده شدن سیم کش پیج های مانند BGA و LGA خواهد شد. برخلاف
fan out معمول، مسیر سینال بصورت مستقیم در PCB خواهد گذشت. در نتیجه سیم کش روی سطح کاهش یافته که
خـود بـاعث مشـود قطعـات ماننـد خـازن هـای بـاس پـس در نزدیـ قطعـه جـایذاری شـده و همچنیـن بـاعث کـاهش
نیز خواهد شد. علاوه بر این، مسیر کوتاه تری به تغذیه و زمین خواهیم داشت که باعث حداقل  parasitic اندوکتانس 

شدن انتشار EMF در برد های فرکانس بالا خواهد شد.



 

blog.microele.com

صفحه: 7

Pad های درپوش شده در Via استفاده از

استفاده از Via در Pad برای کنترل حرارت
استفاده از Via در Pad نیز باعث کنترل و مدیریت حرارت تولید شده توسط قطعه مورد نظر را به همراه دارد. قطعات
نصب سط (SMD) توان بالا معمولا دارای یPad  حرارت هستند که روی PCB نصب مشود. جهت دفع بهتر حرارت
به یدیر متصل شده تا سطح مس آن افزایش یافته و راحت تر دفع  PCB طرفین   Via تولید شده، بهتر است که با 

حرارت صورت گیرد.
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استفاده از Via در Pad برای دفع حرارت قطعات توان بالا

Pad در Via بر مبتن طراح
پیاده سازی Via ها در Pad مشابه استفاده از حالت معمول آن است. اما چیزی که باعث ایجاد تفاوت مشود این است
که تاثیر آن بر چون بررس قوانین طراحPCB  و نحوه ایجاد فایل های تولیدی چیست. باید اندازه Via استفاده شده

در Pad از حداقل مقدار قطر خارج (حلقه مس) وایا شرکت سازنده بیشتر باشد.

فوت پرینت مورد استفاده باید برابر یا بزرگتر از حداقل اندازه قطر خارج (حلقه مس) وایا باشد. عموما  Pad اندازه
این مورد در قطعات عادی رعایت شده و دچار مشل نخواهیم شد. اما هنام استفاده از قطعات با پیج های مانند
کوچتر از قطر حلقه مس + قطر  BGA ه پدل شده و حتما باید آن را رعایت نمود. در صورتیدچار این مش  ،BGA
داخل وایا باشد، استفاده از پد با سولدر مس بهترین روش برای جبران آن خواهد بود. در این مورد بد نیست با

شرکت سازنده قطعه ارتباط گرفته و نظر آنها را نیز جویا شد.
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Pad در Via روش استفاده از

نیاز به ی فایل اضافه برای ساخت داریم. در کنار فایل استاندار  ،Pad در   Via های حاوی   PCB برای تولید صحیح 
که ی از الزامات مورد نیاز است، ی فایل دیر تحت عنوان فایل مته و سوراخ کاری که  Excellon سوراخ کاری 
شامل وایا در پد های است که  باید درپوش و داخل آن پر شود نیز مورد نیاز است. استفاده از دو فایل مجزا دارای
نیاز به آباری (درپوش شدن) دارد کاسته و  Via مزیت خود است. این کار باعث مشود از سردرگم اینه کدام 
همچنین از پر شدن داخل (اپوکس رسانا) Via های معمول جلوگیری به عمل آید. لذا باعث کاهش هزینه های ساخت

خواهد شد. برای ساخت این فایل باید دقت شود که نرم افزار قابلیت آن را دارد یا خیر.

نتیجه گیری
PCB در طراح ترونیقطعات ال  Pad بصورت عادی و استفاده از آن در  Via در این مطلب به دو روش استفاده از
را رعایت نمود که در این مطلب بیان شد و برای درک بهتر و بررس اتباید ن Pad در Via اشاره شد. برای استفاده از
بیشتر حتما از شرکت تولید PCB خود آن را جویا شوید. بهتر است در حد توان PCB را با Via معمول طراح کرد تا

هزینه های تولید کاهش یابد.
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امیدوارم از این مطلب کمال بهره را برده باشید. در صورت داشتن هرگونه نظر یا سوال درباره این مطلب یا تجربه
مشابه اون رو در انتهای همین صفحه در قسمت دیدگاه ها قرار بدید. در کوتاه ترین زمان ممن به اون ها پاسخ
خواهم داد. اگر این مطلب براتون مفید بود، اون رو به اشتراک بذارید تا سایر دوستان هم بتوانند استفاده کنند.
ـــج پی ـــد و  ـــراک بذاری ـــه اشت ب  #microelecom  ـــ ـــا هشت ـــوی اینســـتاگرام ب ـــب را ت ـــن مطل ـــد ای همینطـــور میتونی

مایروالام (microelecom@) رو هم منشن کنید.

https://www.instagram.com/microelecom/?hl=en
https://www.instagram.com/microelecom/?hl=en

